VDE-BEZIRKSVEREIN DRESDEN / VDI-DRESDNER BEZIRKSVEREIN

Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer

Hochschule fur Technik und Wirtschaft Dresden (FH) SACHSEN VDE I VD'

01069 Dresden U
e-mail: bauer@et.htw-dresden.de \ Sachsischer
Koordinierung: Dr.-Ing. Martin Oppermann | N | Arbeitskreis

Technische Universitat Dresden

Zentrum flir mikrotechnische Produktion
01062 Dresden

e-mail: oppermann@zmp.et.tu-dresden.de

| Elektronik-
Technologie

Informationen zum Arbeitskreis im Internet: http://www.avt.et.tu-dresden.de/SAET/

43. Treffen des Sachsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie

am Mittwoch, 2. Februar 2005 10.00 Uhr
bei der Linde Gas AG

Spergauer StraRe 1a, 06237 Leuna
Veranstaltungsort: Kulturhaus Leuna Spergauer Str. 41 A

Thema: Prozessgase und Sicherung der Fertigungsqualitat

Leitung: Herr Bernd Eulitz, Linde Gas AG
Herr Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer, HTW Dresden, Fachbereich Elektrotechnik

10:00 Uhr BegriiRung
Herr Prof. Reinhard Bauer, Herr Bernd Eulitz

10:15 Uhr BegruRung durch den Gastgeber — Présentation Linde Leuna
Herr Karl Fasshauer, Linde AG, Leuna

11:00 Uhr Betriebsbesichtigung Linde Leuna
Herr Karl Fasshauer, Linde AG, Leuna

12:30 Uhr Mittagspause in der Linde-Kantine

13:15 Uhr Schutzgaseinsatz in den Prozessen der Sekunddrelektronik
Dr.-Ing. habil. Ernst Wandke, Produktmanager, Linde AG, UnterschleiBheim

13:45 Uhr Adhéasionsverbesserung von Metall-Polymer-Verbunden mittels Plasmavorbehandlung
Dr.-Ing. Angelika Paproth, TU Dresden, IAVT

14:15 Uhr Rolle des FluRmittels beim bleifreien Loten
Herr Schrdder, Fa. Emil Otto e.K., Eltville

14:45Uhr Kaffeepause

15:00Uhr Bleifreies Léten unter Schutzgas
Dr.-Ing. habil. Ermst Wandke, Produktmanager, Linde AG, Unterschlei3heim

15:30Uhr  Volumenmessuna von Fine-Pitch Lotpastendruck

Dr.-Ing. Brodmann, Dipl.-Ing. Hermann Hdéltge, NanoFocus AG
16:00 Uhr Abschlussdiskussion
Alle Interessenten sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen. Um eine rechtzeitige Teilnahmemeldung wird

gebeten. Kontaktaufnahme bitte an Herrn Prof. R. Bauer (bauer@et.htw-dresden.de, Tel.. 0351/462 3605, Fax:
0351/462 2175).

HTW Dresden / Bauer / Tel.: (0351) 462 3605
TU Dresden / Oppermann / Tel.: (0351) 463 35051


http://www.avt.et.tu-dresden.de/saet/
mailto:bauer@et.htw-dresden.de


NanoFocus

3D Messtechnik In der
Mikroelektronik

Hermann HoOltge
Nanofocus AG
Betriebsstatte Ettlingen
Nobelstraf3e 9-13
D-76275 Ettlingen
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Messaufgaben in der Mikroelektronik

Leadframe Rauheit

Micro BGA
Koplanaritat

Klebedots

Ebenheit
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Focus

Optische 3D Messtechnik far die

e Entwicklung neuer Produkte mit funktionswichtigen
Mikrostrukturen

e Fehleranalyse

e fertigungsbegleitende Qualitatssicherung

Marketing
Bro/4/03

3





3D Oberflachenmesssysteme Ndl FOCUS@

T 4 (B
an ...*H:TA;"‘
Konfokales Mikroskop pSurf Scanning Profilometer uScan
e Flachenmessung e Punkt- und Linienmessung
e Nanometer Auflésung » Autofokus, konfokal, chromatisch

e fUur MEMS und Tribologie Sensortechnik

« fur Dickschicht, Lotpaste, IC-Packaging
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Vergleich pSurf, uScan






Auswertungen NanoFocus

Verwdlbung
‘ Abstand von der Beruhrungsebene (3

.’ hdochsten Punkte) zum tiefsten Punkt auf
f dem Substrat

Koplanaritat

Abstand von der Beruhrungsebene
(3 hochsten Kugeln) zur kleinsten
Kugel auf dem Substrat

Hohe von Kontakten

Abstand vom héchsten Punkt auf
der Kugel zum Substrat
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Auswertungen Nanokocus

Profil

Schnitt durch Topografie fur Hohen-
und Breitenberechnung

Gradheit, Ebenheit

Kleinster Abstand von 2 paralellen
Linien oder Ebenen, die alle
Datenpunkte enthalten

Rauheit

Linien — oder Flachenrauheit durch

. Anwenden von DIN EN ISO- Filtern
zur Ermittlung von Ra, Rz,- bzw. Sa
und Sz - Kennwerten
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BGA NanoFocus
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VerwoOlbung
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NanoFocus

Flip Chip
e Koplanaritat der Bumps
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VerwOlbung
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Lasermarkierung NanoFocus
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NanoFocus

Messprogramm Lotpaste

B Microsoft Excel - Flextronics.xls

Datei Bearbeiten  Ansicht  Einfligen  Format  Extras  Daten  Fenster 7
Arial -0 - F K U E=E=EEH T € %m?¥ W e &= o -b-A
DEeEdsSt SV & B @& = -54 % i -3,
H30 - f
F €} H | J K L it} =
0 i =
i Lernen
[
Joystick O ‘
Speicher
Startposition
MName
14 Messung Auswertung 11G232_G
15 Tabelle Tabelle 26232 G
16 Type G232_G 9 Einstellungen Balldurchmesser 05)mm  Einstellungen 3|G232 G
17 I 18lmm  Einstellungen Anzahl der 10's 196 4|G232 G
18 Iy 15 mm  Einstellungen Srin a,1|mm? Einstellungen 5|G232 G
19 dx A0 pm smax 04|rmrm? Einstellungen B|G232 G
20 dy 401pm Schwellwert Finden 80Jprm  Einstellungen 7
21 speed 20] mrmis Wergrilerung 165 Einstellungen g
22 Start ¥ 92385 mm Schwellwert “olumen 10Jum  Einstellungen 9
23 Start ¥ 43 494 mm UEG 0,008]rrm® Einstellungen 10
24 OEG 0012|mm® Einstellungen 11
25 Werhiltnis 1 12
26 13
27 i 14
o Start Messung Save Data Multi tessung b=
29 16
Marketing 30 [ _| 17
31 18 -
Bro/4/03 o Auswahl Auswerten b
) A i
W 4+ m]Messen  suswertung /4 wolumen £ Ausgabe {Flache / wertexry  Protokol 4 Einstelung | 4 | W[
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